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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembuatan dan pengukuran resistor berteknologi film tebal pada substrat 

yang dilakukan di  di Laboratorium Jurusan Teknik Elektro Universitas Brawijaya, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Dalam perancangan resistor, bentuk resistor teknologi hibrida film tebal dapat berbentuk 

persegi panjang atau bentuk topi(hat-shaped). Bentuk lengkung, zig-zag atau bentuk yang 

tidak umum tidak digunakan, karena sukar dalam pembuatan pola screen  dan pengukuran 

nilai resistor.  Metode yang digunakan dalam teknologi film tebal dalam pembuatan 

resistor pada substrat menggunakan metode screen printing. Proses pembuatan resistor 

diawali dengan proses pemindaian pola pada screen dan selanjutnya melalui proses 

printing (snap-off) dan diakhiri dengan proses pembentukan resistor  yang terdiri dari 

beberapa tahap yaitu, yaitu proses pengendapan, pengeringan (drying), pembakaran 

(firing) dan penyesuaian suhu ruangan. 

 

2. Berdasarkan hasil pengukuran penyimpangan dimensi dan nilai resistor. Kerapatan screen 

dan jenis pasta  menyebabkan penyimpangan dimensi dan nilai resistor yang berbeda – 

beda. Hal ini disebabkan oleh tidak ratanya substrat, kerapatan screen, emulsi dan tekanan 

pada proses screen printing. Berdasarkan hasil pengukuran penyimpangan dimensi, 

resistor dengan Rs = 10,37 Ω/□ memiliki penyimpangan yang lebih rendah dibanding 

resistor dengan Rs = 1,023 KΩ/□.  Pada pengukuran penyimpangan dimensi resistor 

dengan Rs = 10,37Ω/□, rata – rata penyimpangan terkecil dihasilkan resistor menggunakan 

screen T150. Sedangkan pada resistor dengan Rs = 1,023 KΩ/□, rata – rata penyimpangan 

terkecil dihasilkan screen T165. Berdasarkan hasil pengukuran penyimpangan nilai 

resistansi resistor, resistor dengan Rs = 10,37 Ω/□ cenderung memiliki penyimpangan 

yang lebih rendah dibanding resistor dengan Rs = 1,023KΩ/□.  

 

 
3. Berdasarkan hasil pengukuran tegangan pada resistor, suhu ruangan pengukuran 

berpengaruh pada besar resistansi resistor. Semakin besar suhu ruangan pengukuran yang 

digunakan nilai resistansi resistor juga akan semakin besar pula.  Besar arus masukkan 
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juga berpengaruh terhadap nilai resistansi resistor. Semakin besar arus masukkan pada 

resistor, nilai resistansi resistor juga akan semakin kecil. 

 

4. Berdasarkan hasil perhitungan rata – rata nilai  VCR resistor disimpulkan bahwa semakin 

besar aspek rasio semakin besar nilai VCR yang didapat dan semakin besar Rs (Resistivity 

Sheet) semakin kecil nilai VCR. Dari perhitungan VCR didapatkan rata – rata hasil yang 

bernilai negatif (-) sehingga setiap kenaikan tegangan menyebabkan penurunan nilai 

resistansi pada resistor. 

Berdasarkan hasil perhitungan rata – rata nilai  TCR resistor dapat disimpulkan bahwa 

semakin besar semakin besar Rs (Resistivity Sheet) semakin kecil nilai TCR dan dari 

pengukuran TCR didapatkan rata – rata hasil yang bernilai positif (+) sehingga setiap 

kenaikan suhu menyebabkan penaikan nilai resistansi pada resistor atau disebut sebagai 

koefisien suhu positif . 

6.2 Saran 

Dari hasil penelitian pada tugas akhir ini telah dihasilkan resistor dengan nilai koefisien 

tegangan resistansi (VCR) dan koefisien suhu resistansi (TCR) yang bervariasi pada 

parameter aspek rasio, screen dan suhu pengukuran yang dipakai. Maka diperlukan penelitian 

lebih lanjut menyangkut : 

1) Parameter-parameter dalam setiap tahap proses screen printing 

2) Pengaruh besarnya aspek rasio yang lebih besar dan Rs (Resistivity Sheet) yang lebih 

tinggi terhadap nilai VCR dan TCR agar didapatkan hasil yang lebih baik. 

. 
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